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Only-One기업 No.9

후지제작소 (株式会社 不二製作所)

(PDP의 분사(噴砂)가공 분야 세계시장점유율 90%)

(1) 기업개요

소재지 東京都江戸川区
설립연도 1959년(1050년 창업)

분야 분사(噴砂, sandblast)장치 설계 및 제작, 연마재 판매

자본금 1억2천만 엔

URL http://www.fujimfg.co.jp

(2) 사업 영역

 광활한 사막에서 세차게 불어 닥치는 모래바람에서 힌트를 얻었다는 

최첨단 기술이 있다. 분말상태의 미세한 입자(주로 모래가 쓰이지만, 금

속과 식물의 씨 등을 갈아서 쓰기도 함)를 압축공기로 뿜어 유리표면을 

갈거나 금속과 돌의 표면을 닦는 분사장치가 바로 그것이다. 전 세계적

으로 이 분야의 선구적인 위상을 지키고 있는 기업이 후지제작소(不二
製作所)다. 

  일본의 상징적 의미를 가진 후지산(富士山)이 오래 전 같은 발음이 

나는 후지(不二)산으로 불린 적이 있었다고 한다. 이 세상에 오직 하나

뿐인 유일무이한 일본의 대표적인 산이라는 뜻이 담겨있었을 것이다. 

후지제작소라는 사명이 후지(富士)가 아닌 후지(不二)인 것 역시 분사기

술에 있어서는 둘도 없는 경쟁력을 갖춘 기업이 되겠다는 의지가 담겨

져 있다.   

  분사가공기술이 응용되는 분야는 실로 광범위하다. 최첨단의 정밀가

공, 금속의 수명연장, 디지털기기의 표면미장처리 등 이용분야는 우주, 
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항공기, 자동차, 반도체, 가전에 이르기까지 다양하다. 그러나 쓰이는 

기술은 극히 단순하게 보인다. 부딪치게 해서 닿는 부분을 깎아내는 것

이 전부인 단순한 원리를 이용하고 있다. 분사가공에 있어 가장 중요한 

핵심기술은 부딪히게 하는 입자, 즉 연마재(硏磨材)에 있다. 

  연마재가 물체보다 연하거나 딱딱한가에 따라 가공결과는 전혀 다르

게 나타나기 때문이다. 가공물체보다 연한 연마재를 사용하면 ‘깎아낸

다’는 표현보다는 ‘문지른다’는 것이 더 적합할 것이다. 물체에 상

처를 주지 않고 세척이 가능해 진다. 반대로 가공대상보다 견고한 연마

재라면 충돌시킴으로써 절삭가공이 가능해 진다. 또한 일정한 양을 이

용하면서 변함없는 압력으로 분사가능하기 때문에 균등하게 깎아낼 수 

있는 것이다.  또한 물체의 소재와 가공방법에 따라 연마재의 종류, 입

자의 크기, 분사하는 압력을 조절하면 무한에 가까운 다양성을 연출해 

낼 수도 있다. 후지제작소는 분사장치를 설계하고 제작하는 것과 함께 

100여종에 이르는 연마재도 개발하여 판매하고 있다.

(3) Only-One 내용

  가장 미세한 연마재는 직경이 10미크론에 불과하다. 사람의 머리카락 

굵기가 50~100미크론이므로 그 5분의 1~10분의 1에 해당한다. 이러한 

미세한 연마재를 오차범위 0.5미크론 안에서 가공할 대상물체에 분사한

다. 분사하는 속도는 초속 약100미터라고 한다. 시속으로 환산하면 360

킬로의 속도가 된다. 이 속도를 유지하면서 미크론 단위로 물체를 제어

한다는 것이 결코 아무나 할 수 있는 일이 아님을 쉽게 짐작할 수 있

다. 후지제작소는 이러한 고도의 기술력을 기반으로 PDP의 표면가공장

치를 개발했다. 분사가공은 PDP의 제조공정 중에서 가장 비용이 많이 

들어가는 과정으로 알려져 있다. 미크론 단위의 연마재를 분사하여 깊

이 100미크론, 높이 200미크론의 도랑을 유리패널에 형성하는 장치로 

이 도랑은 발광체를 메우는 격벽이 되는 중요한 공정이다. 현재 분사가

공을 이용한 격벽 형성 장치 분야에서 후지제작소가 세계시장의 90%를 

장악하고 있다.

  자동차분야에서는 혼다자동차와 공동으로 엔진의 연비를 향상시키는 
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WPC처리(미세입자 충돌표면 개선기술)장치를 개발했다. 금속대상물체

의 표면에 물체의 단단함과 거의 비슷한 미세한 연마재를 충돌시켜 열

처리효과와 단련효과를 유발시켜 대상물 표면의 강도와 인성(靭性)을 

높이는 기술이다. 엔진의 피스톤에 대해 WPC처리를 가하면 마찰저항을 

5% 감소시켜 연비가 대폭 개선된다고 한다. 이러한 WPC처리 기술은 

다른 자동차부품과 금형, 정밀부품 등 그 용도가 점차 확산되고 있다. 

(4) 성장 과정

  후지제작소는 1950년에 창업하여 1959년에 유한회사로 등록하였으나, 

1957년에 획기적인 분사가공장치를 개발하여 업계의 주목을 받기 시작

했다. 분사하는 연마재를 밖으로 흘리지 않고 회수하여 다시 사용하는 

순환식 분사장치였다. 당시의 분사가공은 다량으로 분출되는 먼지로 인

해 근로자의 건강을 해치는 것이 가장 큰 단점이었다. 근로자의 목숨까

지 위협하는 치명적인 근무환경에서는 더 이상의 회사발전은 기대하기 

어려웠다. 이러한 환경적 요인을 극복하기 위해 개발된 것이 바로 밀폐

구조로 되어 있는 순환식 분사장치였다. 

  모래 대신 철을 분사시키는 장치도 있었으나 후지제작소는 모래를 

고집했다. 먼지가 나서 것을 제외하면 장치 자체도 소형으로 단순했으

며 비용적 측면에서도 철보다 우위에 있었기 때문이었다. 문제가 있다

고 돌아가는 것이 아니라 그 문제를 해결하여 장점으로 활용하는 의지

가 엿보이는 부분이다. 

  그 이후에는 장치의 소형화에 전념하게 된다. 비교적 소형이며 소음

이 거의 없는 저렴한 가격으로 분사가공장치를 출시하자 제품주문이 

이어졌다. 이렇게 확보된 고객을 찾아다니며 제품에 대한 의견을 듣고 

끊임없이 제품을 개선하였다. 후지제작소는 이러한 개선 노력이 틈새시

장을 지속적으로 개척하는데 주요했다고 평가하고 있다.     

(5) 실적 및 향후 전망
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  후지제작소는 시제품 단계에서 분사가공을 수주하는 경우는 있으나 

매출의 대부분은 가공장치의 제작과 판매이다. 연간 600대 정도를 출하

하고 있으며 고가의 장치는 2억 엔이 넘는 것도 있다. 주요 거래처로는 

자동차관련 회사가 많고 이어서 반도체, PDP, 가전업체 등이 있다. 매

출은 지난 버블붕괴 때 일시적으로 10억엔 정도 감소한 것을 제외하면 

회사설립 이후 계속해서 증가하고 있다. 평균적으로 5년에 2배, 최근에

는 5년에 1.5배의 속도로 성장해 오고 있다. 

  앞으로는 정밀가공분야와 성장이 예상되는 PWC가공 분야로 사업영

역을 확장시킬 계획을 가지고 있다. 이러한 분야의 성장 가능성은 이미 

감지되고 있다. 디지털카메라, 휴대전화 등 디지털기기의 표면미장처리 

분야에서는 ‘梨地’로 불리는 배 껍질과 같은 질감을 만들어내는 일본 

특유의 가공기술도 후지제작소의 분사가공장치로만 가능하기 때문이다.
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